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Los métodos de fabricación de circuitos impresos o PCBs (Printed Circuit Boards) en la industria son en 
general métodos muy costosos que requieren de una gran inversión inicial pero que a la larga se ven 
compensados debido a la cantidad de PCBs que se deben fabricar y a la velocidad de fabricación. 
Aún así, existen ciertos métodos para que en pequeños talleres de electrónica como los que puede haber en 
una Universidad o centro de Formación Profesional, o incluso en un domicilio particular, se puedan fabricar 
Circuitos impresos de buena calidad y a un coste razonable. En esta publicación vamos a explicar uno de ellos. 
En primer lugar se debe realizar el diagrama esquemático, para ello se pueden utilizar diversos programas 
como: Proteus, Eagle o Pspice, donde se deben seleccionar todos  los componentes necesarios para el proyecto 
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A continuación, antes de pasar a diseñar el PCB es recomendable comprobar que el circuito creado funciona 
correctamente, para ello, es recomendable montar el circuito en una protoboard como la que se puede ver en 
la siguiente imagen y realizar las conexiones entre todos los componentes para así, comprobar su 
funcionamiento. 
 
Una vez que estamos seguros de que el circuito que hemos creado funciona correctamente podemos pasar a 
diseñar el circuito impreso. Para ello se pueden usar diferentes programas o incluso hacerlo a mano, en este 
caso vamos a usar OrCAD Layout Plus. Si se va realizar a mano se puede saltar hasta el punto "Fabricación de la 
PCB" que está más adelante. 
Lo primero que se debe hacer en este programa es seleccionar las footprint de cada componente, es decir, la 
huella que dejara cada componente en la placa del circuito impreso. Este paso es muy importante y se debe ser 
muy cuidadoso al seleccionar el footprint ya que esta huella debe coincidir con la forma del componente que 
posteriormente se va a instalar para que por ejemplo la distancia entre los pines del componente coincidan 
entre el footprint y el componente real. 
A continuación, se deberá hacer el diseño del circuito impreso. Para ello, desde el menú principal del 
programa OrCAD layout plus se debe pinchar sobre file  new  proyect y se abrirá una ventana emergente. 
En ésta  en “Input Layout TCH or TPL or MAX fi e” se de erá se eccionar “Browse” y e egir e  fic ero 
“_defau t.tc ”. 
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Acto seguido, en las dos siguientes opciones se deberá seleccionar los ficheros MNL y MAX creados en el 
es ue ático de  circuito (Con e  progra a Pspice). Una  e  agregados  se de erá pinc ar en “app y eco” y 
“accept t is eco”. 
La nueva ventana será similar a la que se muestra a continuación. En esta ventana, en primer lugar, habrá 
que crear los límites de la placa, colocar los componentes de la manera más adecuada dentro de los límites y 
definir la separación entre pistas, entre path y pista, grosor de pistas, grosor de vías, distancia entre vías, 
nú ero de capas (2 en este caso)… Después   a rá  ue se eccionar “Auto  autorute   oard”. De esta 
manera se realiza el routeado de forma automática. Para solucionar los errores de manera automática, se 
deberá  c ickear so re “auto  design ru e c eck”. De esta  anera se a rirá una nue a  entana  en ésta se 
de erá pinc ar so re  o  ue se  uiere co pro ar. A continuación  se se ecciona “auto  c eanup design” para 
arreglar imperfecciones del diseño. 
Una vez que se ha terminado de diseñar el circuito impreso hay que crear el fotolito, para ello en primer 
lugar hay que seleccionar las capas que se van a utilizar (en estos casos deberán ser top y bottom). Esto se 





Una vez obtenido el fotolito se debe imprimir en dos hojas de papel transparente y preparar un sobre para 
poder introducir la placa dentro de él. 
FABRICACIÓN DEL PCB 
En un cuarto de revelado, se hará un sobre con los dos fotolitos (ya sean imprimidos desde el ordenador o 
hechos a mano) y dentro se introducirá la placa. Después, éste se meterá dentro de la insoladora y se esperará 
dos minutos por cara. El tiempo de espera varía dependiendo el tipo de insoladora. 
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Cuando la insolación haya acabado, habrá que revelar la placa. Para ello se introducirá en un depósito con 
una mezcla de sosa caústica (10g/l) y agua. El revelado acabará cuando se vea nítidamente todo el circuito. 
Para que el revelado sea más homogéneo se aconseja que aparte de introducir la placa en el balde se agite 
para crear olas. El resultado de todo esto será que una parte de la placa mantendrá la película protectora, que 
en este caso será la parte del circuito, y la otra zona tendrá el cobre expuesto. Una vez acabado la parte del 
revelado se introduce en un recipiente con agua para aclararlo. 
A continuación, se introduce la placa en un depósito de ácido para atacarlo. Este ácido está formado por 1/3 
de ácido clorhídrico (ClH), 1/3 de agua oxigenada ( )  a 110 volúmenes y 1/3 de agua ( ). 
Cuando se introduzca la placa sobre esta disolución es aconsejable agitar la placa por el mismo motivo que 
en la insolación, es decir, para que sea más homogéneo el atacado. Este proceso acabará cuando el ácido se 
haya comido el cobre no perteneciente al circuito. Una vez haya finalizado el atacado, se aclarará la placa con 
agua. 
Para finalizar, se deberá limpiar la placa y quitar las partes de material protector que se encuentran sobre las 
pistas de cobre. Para ello se mojará un trozo de algodón en alcohol o acetona y se frotará contra la placa. 
Una vez se haya hecho la placa, se agujerearán los pads con un taladro de precisión y se procederá a 
metalizar las vías (Pistas que comunican las dos caras del PCB). 
 
Para finalizar, se deben soldar todos los pads y cortar el cable sobrante y por último soldar los componentes 
al circuito impreso. 
  
93 de 93 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 59 Junio 2015 
 
 
LISTA DE COMPONENTES 
Los componentes más importantes que se deben utilizar para este proyecto son: 
 PC con el software necesario para el diseño del esquema y del circuito impreso. (Opcional, también se 
puede hacer a mano). 
 Insoladora (Puede comprarse o fabricarse de manera casera). Existen otra técnicas como la de planchado 
que evita la necesidad de usar la insoladora. 
 Sosa caustica 
 Acido clorhídrico 
 Agua oxigenada 
 Agua 
 2 palanganas para hacer las mezclas necesarias 
 Placa de PCB del tamaño necesario. 
 Los componentes para el proyecto a realizar. 
 Un taladro de precisión 
 Un soldador eléctrico. 
 Estaño para realizar la soldadura. 
 Cable metálico para las vías. 







 Desarrollo y construcción de prototipos electrónicos. Ángel Bueno Martín y Ana I. de Soto Gorroño. ISBN:84-
267-1363-7. Ed. Marcombo.  
 
 
